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Ako spravne dizajnovat DPS, aby Vase dosky bolo mozné vyrobit a osadit za primerané naklady? Aké su najdolezitejSie
zasady pri ndvrhu DPS, technoldgia vyroby DPS? PrinaSame Vam serial ¢lankov o ndvrhu dosiek plosnych spojov.
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Neoddelitelnou stcastou vSetkych elektronickych zariadeni su dosky
plosnych spojov. Ich zékladné funkciou je vytvorit vodivé prepojenie medzi
vyvodmi jednotlivych suciastok. Prvykrat sa objavili koncom 60. rokov,
kedy boli vypracované aj prvé pravidla pre ich dizajn a vyrobu - tzv. IPC
standardy. Pre dosky plosnych spojov plati Standard IPC-2221 "Generic
Standards on Printed Design".

Ako teda navrhnut dosku plosnych spojov efektivne?

V elektrotechnickej praxi su pouzivané 3 typy suciastok, ktoré je mozné spajkovat urcitym spésobom spajkovania a to:

1. vyvodové suciastky "Through Hole" - TH (axidlne, radidlne), ktoré sa spajkuju ru¢ne alebo pomocou viny,

2. vyvodové suciastky pre povrchovi montaz - "Surface Mount Devices" - SMD, ktoré sa spajkuju v reflow peci
alebo pomocou spéjkovacej viny,

3. bezvyvodové suciastky pre povrchovi montaz - "Surface Mount Devices" - SMD, ktoré sa spajkuju v reflow peci.
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Standard THT assembly
{single PCB)
: Pomocou tychto troch typov stciastok je mozné vytvorit elektronické
-HML— zariadenie, v ktorom su tieto suciastky umiestnené na nosici, Cize doske
» T F— - plosnych spojov. Suciastky m6zu byt na DPS osadené bud na jednej strane
(SMD, TH alebo kombinacia oboch typov) alebo na oboch stranach (TH len na
hornej strane a SMD podla potreby). Pri ndvrhu DPS je potrebné vziat do Uvahy,
Standard SMD assembly akevt?u,de umu‘estr?erlue su§|a§tok r?a dO.Ske,‘? aka tlechnologla splqjkovanlfa bude
{single PCE) pouzita, nakolko iné pravidla platia pri spajkovani pomocou spajkovacej viny a

iné pri spajkovani v reflow peci.
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Standard SMD assembly
{double sided PCE)

Mixed SMD assembly
{SMD only on the bottom)

1. Spajkovanie spajkovacou vinou

Ked chceme spajkovat stciastky zo spodnej strany dosky spajkovacou vinou, musime zabezpecit, aby stciastka pocas
procesu spajkovania neodpadla. SMD suciastky na hornej strane sa osadia do spajkovacej pasty, ktora sa pretavi v reflow
peci. SMD sUciastky na spodnej strane sa osadia do lepidla a potom sa osadia TH stciastky do otvorov v DPS. SMD
suciastky v lepidle a vyvody TH suciastok sa spajkujui pomocou spajkovacej viny.

Pri osadzovani vyvodovych suciastok na jednu stranu dosky je to jednoduchy proces, kedze sa do viny ponoria len vyvody a
dobjde k vytvoreniu vodivého spoja. Zaujimavé je to v pripade povrchovej montdaze, kedy sa do viny ponori celd suciastka na
doske, a preto musi odolat teplote viny, ktora moze dosahovat az 260°C. Na strane dosky, ktora sa bude spajkovat
spajkovacou vinou, by sa mali umiestiiovat len také SMD suciastky, ktoré vyrobca odportca spajkovat spajkovacou vinou a
vyhovuji podmienke teplotnej odolnosti minimaine 260 °C po dobu 10 sekind. Napriklad keramické rezistory keramické,
MELF, MINIMELF, monolitické kondenzatory, suciastky v puzdrach SOT, SOD, SOP s minimdalnym rozstupom vyvodov 0,65
mm, aby nedoSlo ku skratu integrovanych obvodov, nakolko vina obmyva vsetky vyvody stcasne a méze dojst k vytvoreniu
tzv. mostikov, alebo premenné rezistory a kondenzatory, pokial st upravené tak, aby pri spajkovani nevnikla spajka do ich
dutin.

Dole musime dat stciastky, ktoré st odolné teplote viny a maju potrebny rozstup na vyvodoch. Vzhladom na smer
spajkovania je potrebné brat do Gvahy medzery medzi jednotlivymi stciastkami SMD, ich orientaciu voci spajkovacej vine
ako aj vysku jednotlivych SMD komponentov. Stciastky musia s vinou zvierat pravy uhol, aby obmyvanie vyvodov slciastok
bolo rovnomerné. Tuto poziadavku je mozné splnit, ak pouzivame suciastky s vyvodmi len na dvoch protilahlych stranach
puzdra (SO, SOP, SOIC...). V pripade, ak mame integrované obvody, ktoré majd vyvody na 4 stranach, umiestnime ich na
hornej Casti dosky a pouZije sa pretavenie v reflow peci. ESte sa odportca za integrovanymi obvodmi urobit tzv.
zberné plosky (robber pads), ktoré stiahnu prebytocnu spajku z poslednej dvojice vyvodov a predide sa tak skratu,
avSak zmensime tym priestor pre vodivé prepojenia.
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2. Spajkovanie pretavenim spajkovacej pasty

To je spdsob, ktory sa dnes pouziva najCastejSie. V tomto pripade sa vodivé prepojenie vytvara umiestnenim stciastky
do spajkovacej pasty. T4 sa nanasa uz pred osadzovanim suciastky. Spoj sa tak vytvori pod suciastkou. Vyhodou tohto
typu spajkovania je, Ze nie je dolezity smer natocenia stciastky, m6zeme ich umiestnit blizSie k sebe a nemusime brat do
Gvahy ani ich vysku.

Spajkovanie pretavenim méze na niektorych SMD suciastkach sp6sobit nezelany efekt tzv. Tombstoning. Vplyvom
nerovnovahy sil, ktoré pdsobia na suciastku na oboch jej koncoch pocas pretavenia spajkovacej pasty, sa sUciastka postavi
ako ,nahrobny kamen*“. (hlavne u dvoj vyvodovych slciastok - odporov, kondenzatorov, diéd,...). Tento efekt je spdsobeny
nerovnomernym rozloZenim teploty na doske pocas pretavenia spajkovacej pasty. Da sa to eliminovat spravnym nanesenim
spajkovacou pasty pomocou kovovych Sablén.

Zakladné pravidla navrhu dosky plosnych spojov z hladiska technoldgie vyroby

e . V prvom rade je potrebné vediet, kto bude dosku vyrébat. Zakladné
informdacie, ktoré by sme mali vediet su:
1. Minimalna Sirka vodivej Ciary - W,
2 Minimalna Sirka izola¢nej medzery - 1,
3. Minimalny priemer prekoveného otvoru - D.

Tieto parametre nam urcuji hustotu dosky, ktori mézem vyrobit - tzv.
trieda presnost| \" sucasnost| sa za nutny Standard pouziva trieda presnosti 6 a vyssie. Tieto informdcie je potom potrebné
aplikovat do svojho navrhového systému, kde sa nastavia pravidla daného navrhu. Systém potom Standardne neumozni
urobit Ciaru, ktord nebude v stlade s tymito kritériami.

Videa

V dalsom ¢lanku Vém povieme ako rozmiestnit stciastky na doske, aby sme eliminovali mozZné rusenie. Uz ¢oskoro...
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